AT 10 792 U1 2009-10-15

(19)

(10 AT 10 792 U1 2009-10-15

(12) Gebrauchsmusterschrift

(21) Anmeldenummer: GM 557/2008 (51)Int. CI.8:  C23F 1/00 (2006.01)
(22) Anmeldetag: 03.10.2008 HO5K 3/06 (2006.01)
(24) Beginn der Schutzdauer: 15.08.2009 HO1L 21/306 (2006.01)
(45) Ausgabetag: 15.10.2009

(73) Gebrauchsmusterinhaber:
AT & S AUSTRIA TECHNOLOGIE &
SYSTEMTECHNIK AKTIENGESELLSCHAFT
A-8700 LEOBEN-HINTERBERG (AT)

(54) VERFAHREN ZUM BEHANDELN DER OBERFLACHE EINES FLACHIGEN GEGENSTANDS, FLACHIGER
GEGENSTAND SOWIE VERWENDUNG

(57) Bei einem Verfahren zum Behandeln der Oberflache
eines flachigen Gegenstands (1) durch Anwendung
eines fliissigen Mediums (6) auf der Oberflache (2)
zur  Veranderung  der  Struktur  und/oder
Beschaffenheit der Oberflache (2) durch wenigstens
teilweises Entfernen von Material der Oberfléche (2)
durch Einwirken des flissigen Mediums (6) auf das
Material der Oberflache (2) , wobei das zur
Behandlung der Oberfliche angewandte bzw.
aufgebrachte, flussige Medium (6) an Rand- bzw.
Kantenbereichen (4, 5) der wahrend der Behandlung
im wesentlichen horizontal angeordneten Oberflache
von dieser entfernt wird, wird vorgeschlagen, daf
das zur Behandlung der Oberflache (2) angewandte,
flissige Medium (6) zusatzlich an wenigstens einer
in Abstand von den Rand- bzw. Kantenbereichen (4,
5) der Oberflache (2) liegenden Stelle von der zu
behandelnden Oberflache (2) entfernt wird, wodurch
sich eine Vergleichmafigung bei der Durchfiihrung
der Behandlung bzw. Bearbeitung der Oberflache
(2) bzw. von darauf auszubildenden Strukturen
erzielen |asst.

Ein derartiges Verfahren sowie ein derartiger
flachiger Gegenstand lassen sich bevorzugt bei
einer Herstellung von Leiterplatten einsetzen.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zum Behandeln der Oberflache
eines flachigen Gegenstands durch Anwendung eines flissigen Mediums auf der Oberflédche
zur Veranderung der Struktur und/oder Beschaffenheit der Oberflache durch wenigstens teil-
weises Entfernen von Material der Oberflache durch Einwirken des flissigen Mediums auf das
Material der Oberflache, wobei das zur Behandlung der Oberfliche angewandte bzw. aufge-
brachte, flissige Medium an Rand- bzw. Kantenbereichen der wahrend der Behandlung im
wesentlichen horizontal angeordneten Oberflache von dieser entfernt wird. Die Erfindung be-
zieht sich weiter auf einen flachigen Gegenstand mit einer zu behandelnden Oberflache durch
Anwendung eines flussigen Mediums auf der Oberflache zur Verénderung der Struktur
und/oder Beschaffenheit der Oberflache durch wenigstens teilweises Entfernen von Material der
Oberflache durch Einwirken des fliissigen Mediums auf das Material der Oberflache, wobei das
zur Behandlung der Oberflache angewandte bzw. aufgebrachte, fliissige Medium an Rand-
bzw. Kantenbereichen der wahrend der Behandlung im wesentlichen horizontal angeordneten
Oberflache von dieser entfernt wird, sowie auf eine Verwendung eines derartigen Verfahrens
oder derartigen Gegenstands.

[0002] Bei einer Behandlung einer Oberflache eines flachigen, beispielsweise plattenférmigen
Gegenstands, wobei beispielsweise unter Einsatz einer Atzlosung Strukturen auf der Oberfla-
che ausgebildet werden sollen oder Material Oblicherweise in beispielsweise durch eine Maskie-
rung definierten Bereichen entfernt bzw. abgetragen werden soll, ergibt sich insbesondere bei
grofltflachigen, zu bearbeitenden Oberflachen bzw. Gegenstédnden das Problem eines ublicher-
weise ungleichmalligen Einwirkens des zur Behandlung eingesetzten, flissigen Mediums. Dies
ist beispielsweise dadurch bedingt, dal® bei einem im wesentlichen horizontal angeordneten,
flachigen Gegenstand in Randbereichen das zur Behandlung eingesetzte, fliissige Medium
rascher entfernt wird bzw. werden kann als in zentralen bzw. mittig liegenden Bereichen, sodal}
durch eine ungleichméllige Entfernungsrate bzw. -geschwindigkeit des flissigen Mediums die
Rate bzw. Geschwindigkeit einer gewlnschten Bearbeitung bzw. Strukturierung der Oberflache
beispielsweise durch Abtragen von Oberflachenschichten nachteilig beeinfluf3t wird.

[0003] Im Zusammenhang mit einer Bearbeitung von jeweils eine Vielzahl von Leiterplatten-
elementen aufweisenden Platten bzw. grolen Formaten ergibt sich beispielsweise das Prob-
lem, dal? die herzustellenden, beispielsweise durch entsprechende Maskierungen definierten,
zu bearbeitenden, feinen Strukturen durch die obengenannten Probleme einer unterschiedli-
chen Entfernungsrate bzw. -geschwindigkeit des zur Behandlung eingesetzten, flissigen Medi-
ums in unterschiedlichen Teilbereichen ungleichmaRig bearbeitet werden, so dal} beispielswei-
se ungleichmaRige Breiten fur herzustellende, leitende Strukturen resultieren. Je nach Anord-
nung von zu bearbeitenden bzw. zu behandelnden Bereichen bzw. Leiterplattenelementen
weisen somit die herzustellenden, Ublicherweise Uberaus feinen Strukturen, welche beispiels-
weise Breiten und/oder Hohen im Bereich von wenigen Mikrometern aufweisen, unterschiedli-
che Abmessungen und somit unterschiedliche beispielsweise elektrisch leitende bzw. leitfahige
Eigenschaften auf, so dal® die Qualitat derartiger auf einer gemeinsamen Platte angeordneter
Leiterplattenelemente gegebenenfalls unterschiedlich ist oder in nachteiliger Weise zu einem
erhéhten Ausschull fihrt.

[0004] Wahrend nachfolgend die vorliegende Erfindung wenigstens teilweise anhand von Aus-
flihrungsbeispielen im Zusammenhang mit der oben erwahnten Herstellung von Leiterplatten
bzw. Leiterplattenelementen ausgefihrt wird, wird angemerkt, dafl das erfindungsgemafiie
Verfahren allgemein fir einen Einsatz in unterschiedlichsten Gebieten einer Bearbeitung bzw.
Behandlung von Oberflachen eines flachigen Gegenstands durch Anwendung eines fliissigen
Mediums auf der Oberflache zur Veranderung der Struktur und/oder Beschaffenheit der Ober-
flache durch ein wenigstens teilweises Entfernen von Material der Oberfliache anwendbar ist. Es
kann beispielsweise ein Einsatz eines derartigen Verfahrens im Bereich der Behandlung von
Oberflachen zur Herstellung feiner Strukturen, beispielsweise bei Ausbildung von Hologrammen
oder dgl., insbesondere unter Einsatz eines &tzenden, flissigen Mediums zur Entfernung von
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Teilbereichen einer zu behandelnden Oberflache entsprechend beispielsweise durch eine Mas-
kierung vorgesehenen Mustern genannt werden.

[0005] Die Erfindung zielt darauf ah, bei einem Verfahren und einem flachigen Gegenstand der
eingangs genannten Art die oben erwahnten Nachteile zu beseitigen und inshesondere ein
Verfahren sowie einen flachigen Gegenstand dieser Art dahingehend weiterzubilden, daf durch
eine Vergleichmaligung der Entfernung des zur Behandlung der Oberflache eingesetzten,
flissigen Mediums auch bei grof¥flachigen Gegenstanden eine gleichmaBige Bearbeitung bzw.
Behandlung der Oberflache, insbesondere unter Veranderung der Struktur beispielsweise durch
wenigstens teilweises Entfernen von Material, erzielbar ist.

[0006] Zur Losung dieser Aufgaben ist ein Verfahren der eingangs genannten Art im wesentli-
chen dadurch gekennzeichnet, dall das zur Behandlung der Oberfliche angewandte, fliissige
Medium zusatzlich an wenigstens einer in Abstand von den Rand- bzw. Kantenbereichen der
Oberflache liegenden Stelle von der zu behandelnden Oberflache entfernt wird. Dadurch, dal
erfindungsgemal} zusatzlich an wenigstens einer in Abstand von den Rand- bzw. Kantenberei-
chen der Oberflache liegenden Stelle das zur Behandlung der Oberfliche angewandte bzw.
eingesetzte, flissige Medium von der zu behandelnden Oberflache entfernt wird, wird sicherge-
stellt, dal} beispielsweise auch im wesentlichen in zentralen bzw. mittigen Bereichen eine ent-
sprechend rasche und gleichmaBige Entfernung des zur Behandlung der Oberfléache ange-
wandten, flissigen Mediums erfolgt, so dal® durch eine im Vergleich zu einer Entfernung des
flissigen Mediums in Rand- bzw. Kantenbereichen &hnlich rasche und gleichméaRige Entfer-
nung des zur Behandlung der Oberflache angewandten, flissigen Mediums eine gleichmaRige
Behandlung bzw. Bearbeitung der gesamten Oberflache erfolgt. Durch eine derartige Vergleich-
maRigung der Entfernung des zur Behandlung der im wesentlichen horizontal angeordneten
Oberflache eingesetzten, fliissigen Mediums wird somit auch bei grofflachigen, zu behandeln-
den Oberflichen bzw. Gegenstanden sichergestellt, dall eine beispielsweise durch die Einwir-
kungszeit und/oder Konzentration des zur Behandlung eingesetzten, flussigen Mediums
beeinflulte bzw. vorgegebene Rate einer Entfernung von Material der Oberflache bzw. allge-
mein ein derartiger Behandlungsparameter gleichmaRig Uber die gesamte Oberflache zur
Verfiigung gestellt werden kann, wodurch entsprechend gleichmaRige zu erzielende Strukturen
oder Veranderungen der Beschaffenheit der Oberflache erzielbar sind. Derart wird beispiels-
weise ein Stau bzw. eine Ansammlung von zur Behandlung einzusetzendem, flissigem Medi-
um in im wesentlichen mittigen oder zentralen Bereichen gegeniber Rand- bzw. Kantenberei-
chen vermieden, so dal} eine beispielsweise von einer Entfernungsrate bzw. -geschwindigkeit
des zur Behandlung eingesetzten, flissigen Mediums abhangige Bearbeitung bzw. Behandlung
des Materials der Oberflaiche entsprechend gleichmalRig Uber die gesamte Oberflache zur
Verfligung gestellt werden kann.

[0007] Durch das erfindungsgemalle Verfahren 1alt sich somit durch den gezielten bzw. ver-
besserten Abtransport des angewandten, flissigen Mediums nicht nur die Prazision der herzu-
stellenden Strukturen verbessern, sondern es lassen sich auch die fiir die Durchfihrung einer
Oberflachenbehandlung erforderlichen Dauern reduzieren und somit Prozesse kiirzer und
effizienter gestalten.

[0008] Fir einen ordnungsgemdalien Abtransport des zur Behandlung eingesetzten, flissigen
Mediums aus einem im wesentlichen mittig oder zentral liegenden Bereich der zu behandeln-
den Oberflache wird gemal einer bevorzugten Ausfiihrungsform vorgeschlagen, dal® die Stelle
zur Entfernung des flissigen Mediums von wenigstens einer in der zu behandelnden Oberfla-
che gebildeten Vertiefung gebildet wird, welche inshesondere zu wenigstens einem Rand- bzw.
Kantenbereich der zu behandelnden Oberflache fihrt. Durch derartige rinnenartige Vertiefun-
gen bzw. Kandle kann somit das zur Behandlung der Oberflache eingesetzte, fllissige Medium
rasch auch von zentralen bzw. mittigen und von den Rand- bzw. Kantenhereichen entfernten
Bereichen entfernt werden, so daf® auch in derartigen von den Rand- bzw. Kantenbereichen
entfernten Bereichen der zu behandelnden Oberfléche gleichméaRige und mit den Rand- bzw.
Kantenbereichen vergleichbare Entfernungsraten bzw. -geschwindigkeiten des zur Behandlung
eingesetzten, flissigen Mediums erzielbar sind.
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[0009] Fir eine weitere Verbesserung und VergleichmaBigung des Abtransports bzw. der Ent-
fernung des zur Behandlung der Oberflache angewandten bzw. eingesetzten, flissigen Medi-
ums wird gemal einer weiters bevorzugten Ausfiihrungsform vorgeschlagen, dall das zur Be-
handlung der Oberflache angewandte, flissige Medium durch wenigstens eine den flachigen
Gegenstand durchdringende Durchbrechung von der zu behandelnden Oberfliche entfernt
wird. Durch Vorsehen wenigstens einer entsprechenden Durchbrechung bzw. Offnung in dem
flachigen bzw. plattenformigen Gegenstand kann beispielsweise unmittelbar eine Entfernung
bzw. ein Abtransport des zur Behandlung eingesetzten Mediums auch in im wesentlichen mitti-
gen und in jedem Fall von Rand- bzw. Kantenbereichen entfernten Bereichen bzw. Stellen zur
Verfligung gestellt werden, wodurch eine weitere VergleichmaRigung der Entfernung des zur
Behandlung eingesetzten, flissigen Mediums (iber eine gegebenenfalls grofiere Abmessungen
aufweisenden Oberflache erzielbar ist bzw. zur Verfligung gestellt werden kann.

[0010] Zur weiteren Verbesserung der GleichmaBigkeit der Entfernung bzw. des Abtransports
des zur Behandlung eingesetzten, flissigen Mediums bei groe Abmessungen aufweisenden
Oberflachen wird dariber hinaus vorgeschlagen, da das zur Behandlung der Oberflache an-
gewandte, flissige Medium Uber eine Mehrzahl von insbesondere im wesentlichen gleichméalig
uber die Oberflache verteilt angeordneten, insbesondere schlitzartigen Durchbrechungen ent-
fernt wird, wie dies einer weiters bevorzugten Ausflihrungsform des erfindungsgemalen Verfah-
rens entspricht. Durch eine entsprechend gleichmaRige Verteilung von Stellen fir eine Entfer-
nung des zur Behandlung eingesetzten, flissigen Mediums und insbesondere von den Gegens-
tand durchdringenden Durchbrechungen kann somit auch mit kleine Abmessungen aufweisen-
den und somit die Struktur des zu behandelnden Gegenstands gegebenenfalls lediglich gering-
fugig beeintrachtigenden Durchbrechungen bzw. Offnungen oder Bohrungen das Auslangen
gefunden werden und es kdnnen dennoch auch entsprechend groRere Mengen des zur Be-
handlung eingesetzten, fliissigen Mediums gehandhabt und inshesondere entfernt werden.

[0011] Zur weiteren VergleichmaRigung der Entfernung des zur Behandlung eingesetzten,
flissigen Mediums und auch zur Bereitstellung einer einfachen Verfahrensfiihrung zur Herstel-
lung der zur Entfernung des zur Behandlung eingesetzten, flissigen Mediums erforderlichen,
zusatzlichen Stellen bzw. Durchbrechungen wird gemaf einer bevorzugten Ausfiihrungsform
vorgeschlagen, dal} eine Mehrzahl von Durchbrechungen bei einem im wesentlichen rechtecki-
gen bzw. rechtwinkeligen, flachigen Gegenstand in wenigstens einer Linie im wesentlichen
parallel zu einer Begrenzungslinie des flachigen Gegenstands vorgesehen wird.

[0012] In diesem Zusammenhang wird gemal einer bevorzugten Ausfihrungsform vorgeschla-
gen, daf} bei Vorsehen einer Mehrzahl von voneinander getrennten, gleichzeitig zu behandeln-
den Bereichen auf der zu behandelnden Oberflache einzelne derartige Bereiche jeweils durch
eine Stelle oder Durchbrechung zur Entfernung des fliissigen Mediums getrennt werden. Bei zu
strukturierenden Elementen bzw. Teilbereichen des flachigen Gegenstands, welche Ublicher-
weise nach einer Fertigstellung der Behandlung durch das flissige Medium und/oder nach
gegebenenfalls erforderlichen, weiteren Behandlungsschritten voneinander zu trennen sind,
sind somit inshesondere schlitzartige Durchbrechungen bereits wahrend des Verfahrens zur
Behandlung der Oberflache vorgesehen, so dal} ein nachfolgender Trennvorgang beispiels-
weise durch die bereits vorhandenen Durchbrechungen bzw. rinnenartigen Vertiefungen er-
leichtert wird oder eine Justierung bzw. Positionierung von flr ein Zerteilen bzw. Trennen einzu-
setzenden Vorrichtungen vereinfacht wird.

[0013] Wie bereits angefiihrt, ist beispielsweise bei einer durch eine Atzldsung vorzunehmen-
den Behandlung eines grofte Abmessungen aufweisenden, flachigen Gegenstands ein gleich-
mafRiges Einwirken eines derartigen flissigen Mediums auf die gesamte Oberflache im wesent-
lichen unabhangig von der Positionierung der einzelnen, zu bearbeitenden bzw. zu behandeln-
den Bereiche erforderlich bzw. von wesentlicher Bedeutung, so dal® gemal einer bevorzugten
Ausfiihrungsform vorgeschlagen wird, daf das flissige Medium zur Behandlung der Oberfléche
in an sich bekannter Weise von einer Atzlésung gebildet wird.

[0014] Zur Ldsung der eingangs genannten Aufgaben ist dariiber hinaus ein flachiger Gegen-
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stand der obengenannten Art im wesentlichen dadurch gekennzeichnet, daft in Abstand von
den Rand- bzw. Kantenbereichen der Oberflache wenigstens eine Vertiefung und/oder Durch-
brechung zur Entfernung von zur Behandlung der Oberflache angewandtem Medium vorgese-
hen ist. Wie oben bereits erwahnt, gelingt somit durch Vorsehen wenigstens einer Vertiefung
und/oder Durchbrechung zur Entfernung von zur Behandlung der Oberflache angewandtem
Medium eine Vergleichmaligung der Entfernung des zur Behandlung der Oberfléche eingesetz-
ten Materials bzw. Mediums zur Erzielung entsprechend einheitlicherer Strukturen.

[0015] Bei einem derartigen erfindungsgemaRen, flachigen Gegenstand kénnen hiebei, wie
dies oben bereits anhand des erfindungsgemafien Verfahrens im Detail ausgefiihrt wurde,
entsprechend den Anforderungen sowie zur Erzielung zusatzlicher Vorteile beispielsweise
mehrere Stellen zur Entfernung des zur Behandlung eingesetzten bzw. angewandten, flissigen
Mediums oder Durchbrechungen bzw. Bohrungen oder Offnungen vorgesehen sein. GemaR
bevorzugten Ausfiihrungsformen kdnnen diese gemaR einem vorbestimmten Muster, beispiels-
weise parallel zu Begrenzungslinien des flachigen Gegenstands oder entsprechend Untertei-
lungslinien von in weiterer Folge zu unterteilenden bzw. voneinander zu trennenden Teilberei-
chen angeordnet sein.

[0016] Das erfindungsgemalte Verfahren sowie der erfindungsgemale, flachige Gegenstand
lassen sich hiebei zur Erfiillung der obengenannten Aufgaben besonders bevorzugt bei der
Herstellung von Leiterplatten bzw. Leiterplattenelementen einsetzen, da, wie oben bereits aus-
gefihrt, durch eine VergleichméaRigung der Entfernung des zur Behandlung eingesetzten, flis-
sigen Mediums die fir eine gleichmaRige Herstellung von Strukturen einer Leiterplatte, welche
Ublicherweise geringe Abmessungen aufweisen, einzuhaltenden Parametern in einfacherer
Weise erzielt bzw. aufrecht erhalten werden kénnen.

[0017] In diesem Zusammenhang wird gemaf einer bevorzugten Ausfiihrungsform vorgeschla-
gen, dal’ der flachige Gegenstand von einer eine Mehrzahl von Leiterplattenelementen aufwei-
senden Platte gebildet wird, wobei eine Mehrzahl von inshesondere schlitzartigen Durchbre-
chungen jeweils zwischen benachbarten und nach Durchflhrung der Behandlung der Oberfla-
che der Platte voneinander zu trennenden Leiterplattenelementen vorgesehen wird. Derart
lassen sich groRflachige Formate, welche (blicherweise eine Vielzahl von nach einer Bearbei-
tung zu trennenden Leiterplattenelementen aufweisen, mit der erforderlichen GleichmafBigkeit
der beispielsweise in einem Atzbad herzustellenden Strukturen bearbeiten, so daR die Qualitét
von derart hergestellten Leiterplattenelementen verbessert und ein Ausschufd verringert werden
kann.

[0018] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von in der beiliegenden Zeichnung dargestellten
Ausflihrungsbeispielen naher erlautert. In dieser zeigen:

[0019] Fig. 1 eine Draufsicht auf einen eine Mehrzahl von Leiterplattenelementen aufweisen-
den, flachigen, erfindungsgemafiien Gegenstand mit einer Mehrzahl von Durchbrechungen zur
Durchfiihrung des erfindungsgemalien Verfahrens;

[0020] Fig. 2 eine perspektivische, schematische Ansicht in vergroRertem Malstab eines Teil-
bereichs eines zu behandelnden, flachigen, erfindungsgeméalen Gegenstands bei der Durch-
fihrung des erfindungsgemaRen Verfahrens, wobei die Aufbringung und Entfernung des zur
Behandlung der Oberflache eingesetzten bzw. angewandten, flissigen Mediums angedeutet ist;

[0021] Fig. 3 und 4 schematische Diagramme einer GroRenverteilung von auf Leiterplattenele-
menten herzustellenden Leiterbahnen, wobei in Fig. 3 das Ergebnis bei Anwendung eines
Verfahrens gemal dem Stand der Technik gezeigt ist und in Fig. 4 das Ergebnis bei Anwen-
dung des Verfahrens sowie des flachigen Gegenstands gemal der vorliegenden Erfindung mit
zusatzlichen Stellen bzw. Durchbrechungen zur Entfernung von zur Behandlung der Oberflache
eingesetztem bzw. angewandtem, flissigem Medium dargestellt ist.

[0022] In dem in Fig. 1 gezeigten Beispiel wird ein flachiger Gegenstand von einer eine Mehr-
zahl von Leiterplattenelementen 2 aufweisenden Platte 1 gebildet, wobei, wie dies insbesonde-
re unter Bezugnahme auf Fig. 2 deutlich ersichtlich werden wird, verteilt Gber die zu behandeln-
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de Oberflache des flachigen Gegenstands 1 insbesondere zwischen einzelnen Leiterplatten-
elementen 2 zusatzlich eine Mehrzahl von insbesondere schlitzformigen Offnungen bzw.
Durchbrechungen 3 zwischen einzelnen, benachbarten Leiterplattenelementen 2 vorgesehen
ist.

[0023] Aus Fig. 1 ist ersichtlich, dal} die zusatzlichen, inshesondere schlitzférmigen Durchbre-
chungen 3 in einem im wesentlichen regelmaligen Muster angeordnet sind, wobei jeweils
mehrere derartige Durchbrechungen bzw. Offnungen 3 im wesentlichen entlang von Linien
parallel zu jeweils einer Begrenzungslinie 4 bzw. 5 des plattenférmigen bzw. flachigen Gegens-
tands 1 angeordnet sind.

[0024] In Fig. 2 sind einige wiederum mit 2 bezeichnete Leiterplattenelemente dargestellt,
wobei durch Pfeile 6 ein Aufbringen des zur Behandlung der nicht ndher dargesteliten Struktu-
ren der einzelnen Leiterplattenelemente eingesetzten bzw. angewandten Mediums angedeutet
wird. Wahrend der im wesentlichen horizontalen Anordnung der zu behandelnden Oberflache,
welche durch die einzelnen Elemente bzw. Bereiche 2 gebildet wird, wird das zur Behandlung
eingesetzte, flissige Medium 6 auf die behandelnden Teilbereiche bzw. Leiterplattenelemente 2
aufgebracht, worauf es in den Bereich von in Fig. 1 mit 3 bezeichneten Durchbrechungen bzw.
Offnungen gelangt, durch welche es entsprechend den Pfeilen 7 verteilt Gber die Oberflache
und zwischen den einzelnen, zu behandelnden Teilbereichen bzw. Leiterplattenelementen 2
hindurchtritt.

[0025] Die Offnungen konnen hiebei von schlitzartigen Durchbrechungen 3, wie sie beispiels-
weise in Fig. 1 angedeutet sind, oder durch entsprechend voneinander beabstandete Bohrun-
gen oder dgl. gebildet sein.

[0026] Anstelle der in Fig. 1 und 2 angedeuteten, die zu behandelnde Platte bzw. den Gegen-
stand 1 vollstandig durchdringenden Durchbrechungen bzw. Offnungen 3 kénnen beispielswei-
se entlang der in Fig. 1 angedeuteten Linien rillenartige Vertiefungen vorgesehen sein, so daf}
durch eine Aufnahme des zur Behandlung der Oberflache entsprechend den Pfeilen 6 einge-
setzten bzw. angewandten, flussigen Mediums in derartigen Rillen, welche in Fig. 2 schema-
tisch mit 8 angedeutet sind, wiederum eine Entfernung des fliissigen Mediums aus im wesentli-
chen mittigen bzw. zentralen Bereichen des Gegenstands 1 in den Bereich der Rander bzw.
Kanten 4 und 5 des plattenartigen Gegenstands 1 erzielbar ist, so dal} auch eine entsprechen-
de Vergleichmafigung der Entfernung des zur Behandlung eingesetzten, flissigen Mediums
von Flachen hzw. Oberflachen mit groRen Abmessungen erzielbar ist.

[0027] Die bei Einsatz des erfindungsgemalien Verfahrens erzielbaren Vorteile, beispielsweise
bei der Strukturierung von Leiterbahnen auf einzelnen Leiterplattenelementen 2, wie sie in Fig.
1 und 2 dargestellt sind, werden anhand der Diagramme von Fig. 3 und 4 ndher erlautert.

[0028] Ausgehend von einem eine Vielzahl von Leiterplattenelementen 2 aufweisenden, plat-
tenformigen Gegenstand 1 sollen durch Einsatz einer Atzlosung, welche beispielsweise von
Kupferchlorid gebildet wird, entsprechende Strukturen auf der Oberflache der Leiterplattenele-
mente 2 nach Aufbringen einer entsprechenden Maskierung erzielt werden.

[0029] Hiebei sollen bei den in Fig. 3 und 4 dargestellten Ausfihrungsbeispielen jeweils Leiter-
bahnen mit einer minimalen Breite von 17,5 ym und einer maximalen Breite von 27,5 pm und
somit mit einer optimalen Breite von 22,5 ym hergestellt werden. Die untere bzw. obere Grenze
sind hiebei mit LSL bzw. USL in Fig. 3 und 4 bezeichnet.

[0030] Bei einer Verfahrensfiihrung gemal’ dem Stand der Technik, wobei ein beispielsweise in
Fig. 1 dargestellter, flachiger Gegenstand 1 durch Aufbringen einer entsprechenden Atzldsung
behandelt wird, wobei keine zusétzlichen Stellen bzw. Durchbrechungen zur Entfernung von zur
Behandlung eingesetzten, flissigem Medium, insbesondere der Atzldsung, zur Verfiigung
gestellt werden, ergibt sich das in Fig. 3 dargestellte Ergebnis einer Verteilung von resultieren-
den Breiten von Leiterbahnen, wobei ersichtlich ist, dal sich eine relativ grolle Streuung der
erzielbaren Breiten und somit insgesamt eine grolRe Verteilung der erzielbaren Breiten von
Leiterbahnen ergibt, wie dies durch die angepalite bzw. gefittete, strichlierte Glockenkurve
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ergibt. Eine gewlnschte und weitestgehend optimierte Verteilung von zu erzielenden Breiten
von Leiterbahnen ist in Fig. 3 durch eine Glockenkurve mit durchgezogener Linie angedeutet.

[0031] Aus der Darstellung von Fig. 3 ist dariiber hinaus ersichtlich, dal neben einer ver-
gleichsweise breiten Verteilung von erzielbaren Breiten von Leiterbahnen auch eine erkennbare
Anzahl von Leiterbahnen existiert, deren Abmessungen unter der geforderten Mindestbreite
liegen, so daR daraus ein entsprechender Anteil von zu verwerfenden Leiterplattenelementen
resultiert.

[0032] Bei der Darstellung gemal Fig. 4 ist ersichtlich, dal bei Einsatz des erfindungsgemafien
Verfahrens und somit Vorsehen von zusatzlichen Stellen bzw. Durchbrechungen 3 im flachigen
bzw. plattenférmigen Gegenstand 1 zur Entfernung des zur Behandlung eingesetzten, fliissigen
Mediums, insbesondere der obengenannten Atzldsung, bei der Herstellung von Leiterbahnen
auf Leiterplattenelementen 2 eine bedeutend engere Verteilung der erzielbaren Breiten mit
einer deutlich ausgepragten Spitze im Bereich der optimierten bzw. zentralen, zu erzielenden
Breite erzielbar ist, wie dies durch die wiederum strichliert dargestellte Glockenkurve angedeu-
tet ist. Eine optimierte Verteilung ist wiederum durch eine durchgezogene Glockenkurve ange-
deutet, wobei aus dem Vergleich von Fig. 3 und 4 ersichtlich ist, dafl durch Vorsehen der zu-
satzlichen Durchbrechungen bzw. Stellen 3 zum Abtransport von zur Behandlung der Oberfla-
che eingesetztem bzw. angewandtem, flissigem Medium eine Annaherung an eine theoretisch
erzielbare, optimierte Verteilung ermdglicht wird.

[0033] Dariiber hinaus ist aus Fig. 4 ersichtlich, dal} insbesondere keine Elemente mit Breiten
auftreten, welche aullerhalb der angegebenen Grenzen LSL bzw. USL liegen, so dal® neben
einer VergleichmaRigung der Verteilung der Breiten der herzustellenden Strukturen insbesonde-
re sichergestellt wird, daR nach der Atzbehandlung zu verwerfende Elemente, aufgrund bei-
spielsweise einer zu geringen Breite von Leiterbahnen, nicht auftreten.

[0034] Neben der Verbesserung der Prazision der zu erzielenden Abmessungen, wie dies
beispielsweise aus dem Diagramm von Fig. 4 ersichtlich ist, 1413t sich durch den verbesserten
Abtransport des flissigen Mediums auch die notwendige Behandlungsdauer reduzieren und es
lassen sich derart Behandlungsverfahren optimieren und insbesondere deren Zeitaufwand
reduzieren.

[0035] Eine derartige Verbesserung bzw. VergleichmaRigung von herzustellenden Strukturen
bei Einsatz des erfindungsgemalen Verfahrens 18t sich hiebei nicht nur bei einer Herstellung
von Leiterplatten bzw. Leiterplattenelementen erzielen, sondern allgemein bei einer Behandlung
von groflle Abmessungen aufweisenden Oberflachen bzw. flachigen Gegenstéanden 1, bei wel-
chen eine genaue Einhaltung von Behandlungs- bzw. Bearbeitungsparametern erforderlich ist,
welche inshesondere von der Geschwindigkeit bzw. Rate einer Entfernung eines zur Behand-
lung einzusetzenden, flissigen Mediums von einer wahrend der Behandlung im wesentlichen
horizontalen Oberflache abhéngig sind.

Anspriiche

1. Verfahren zum Behandeln der Oberfliche eines flachigen Gegenstands durch Anwendung
eines flissigen Mediums auf der Ober- flache zur Veranderung der Struktur und/oder Be-
schaffenheit der Oberflache durch wenigstens teilweises Entfernen von Material der Ober-
flache durch Einwirken des flissigen Mediums auf das Material der Oberflache, wobei das
zur Behandlung der Oberflache angewandte bzw. aufgebrachte, fliissige Medium an Rand-
bzw. Kantenbereichen der wahrend der Behandlung im wesentlichen horizontal angeord-
neten Oberflache von dieser entfernt wird, dadurch gekennzeichnet, dall das zur Be-
handlung der Oberflache (2) angewandte, flissige Medium (6) zusatzlich an wenigstens
einer in Abstand von den Rand- bzw. Kantenbereichen (4, 5) der Oberflache (2) liegenden
Stelle (3) von der zu behandelnden Oberflache (2) entfernt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daR die Stelle (3) zur Entfernung
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des flissigen Mediums (6) von wenigstens einer in der zu behandelnden Oberflache gebil-
deten Vertiefung gebildet wird, welche insbesondere zu wenigstens einem Rand- bzw.
Kantenbereich (4, 5) der zu behandelnden Oberflache (2) fiihrt.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, da das zur Behandlung
der Oberflache (2) angewandte, flissige Medium (6) durch wenigstens eine den flachigen
Gegenstand (1) durchdringende Durchbrechung (3) von der zu behandelnden Oberfldche
(2) entfernt wird.

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dal} das zur Behandlung der
Oberflache (2) angewandte, flissige Medium (6) Giber eine Mehrzahl von insbesondere im
wesentlichen gleichmafig uber die Oberflache (2) verteilt angeordneten, inshesondere
schlitzartigen Durchbrechungen (3) entfernt wird.

5. Verfahren nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dal} eine Mehrzahl von
Durchbrechungen (3) bei einem im wesentlichen rechteckigen bzw. rechtwinkeligen, fldchi-
gen Gegenstand (1) in wenigstens einer Linie im wesentlichen parallel zu einer Begren-
zungslinie (4, 5) des flachigen Gegenstands (1) vorgesehen wird.

6. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dal} bei Vorse-
hen einer Mehrzahl von voneinander getrennten, gleichzeitig zu behandelnden Bereichen
(2) auf der zu behandelnden Oberflache einzelne derartige Bereiche jeweils durch eine
Stelle oder Durchbrechung (3) zur Entfernung des flissigen Mediums (6) getrennt werden.

7. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dal} das fliissige
Medium (6) zur Behandlung der Oberflache in an sich bekannter Weise von einer AtzI-
sung gebildet wird.

8. Flachiger Gegenstand mit einer zu behandelnden Oberfliche durch Anwendung eines
flissigen Mediums auf der Oberflache zur Veranderung der Struktur und/oder Beschaffen-
heit der Oberflache durch wenigstens teilweises Entfernen von Material der Oberflache
durch Einwirken des flissigen Mediums auf das Material der Oberfliche, wobei das zur
Behandlung der Oberflache angewandte bzw. aufgebrachte, flissige Medium an Rand-
bzw. Kantenbereichen der wahrend der Behandlung im wesentlichen horizontal angeord-
neten Oberflache von dieser entfernt wird, dadurch gekennzeichnet, daf} in Abstand von
den Rand- bzw. Kantenbereichen (4, 5) der Oberflache (2) wenigstens eine Vertiefung
und/oder Durchbrechung (3) zur Entfernung von zur Behandlung der Oberflache (2) ange-
wandtem Medium (6) vorgesehen ist.

9. Verwendung eines Verfahrens nach einem der Anspriiche 1 bis 7 oder eines flachigen
Gegenstands nach Anspruch 8 bei der Herstellung von Leiterplatten.

10. Verwendung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dal der flachige Gegenstand
(1) von einer eine Mehrzahl von Leiterplattenelementen (2) aufweisenden Platte gebildet
wird, wobei eine Mehrzahl von inshesondere schlitzartigen Durchbrechungen (3) jeweils
zwischen benachbarten und nach Durchfiihrung der Behandlung der Oberfléache der Platte
(1) voneinander zu trennenden Leiterplattenelementen (2) vorgesehen wird.

Hierzu 2 Blatt Zeichnungen
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